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概要 

量子ビーム（イオン、レーザ等）加工技術に立脚した半導体薄膜形成技術を各種難加工材料の

加工に展開しています。ドライかつ非接触で数nmから数μｍスケールで内部改質あるいは表面加

工をする技術です。半導体・ダイヤモンドなど共有結合の単結晶材料など超硬材料に最適です。  

 

セールスポイント 

１．高精度：加工後の結晶性が高い。膜厚の制御性が高い。加工後表面の平坦度（＜nm）が高い。 

２．エ コ：キリしろがゼロ（nmオーダ）であり貴重な資源を無駄にしない。水、エッチング等

を必要としない。 

３．即時性：瞬時・同時に大量プロセスを実行可能 

４． 清浄性：非接触かつデブリ発生がない。主要プロセス中に対象物に刀具等は直接接触しない。

ドライ環境で実施可能、粉じん等が周囲に発生しない。 

 

企業等での活用例、今後の展望等 

１．超硬材料の精密加工ならびにSi基板を用いた堅牢なナノインプリント金型 

２．薄膜切り出し、内部空洞など立体構造の形成技術によるMEMSの要素構造の形成 

３．光デバイスの発光効率向上、表面摩擦係数の異方性付与、濡れ性制御、生体親和性向上 

４．微細識別用タグの作製 
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